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Prufungsantrag gem. S 44 PatG ist gestellt 
@ Leietungsmodul mlt Halbleiterbauelementen 

(§) Es wird ain LaistunQsmodul, bestahiand bus Halbleiterbau- 
elementen und passivan elektronischen Bautailen, beschrie- 
ben, das bei Drucldcontaktiarung aller Last- und Stauaran- 
schlQsaa mit ainer kundenspazifisehan Ueharplatta odar.ihr 
ahnllehan SuBaran Verbindunoaelemantan aina ainfacha 
Montaga und zarstdrungsfrala Demontaga auf ainar KQhiain- 
rlchtuna mittats Varsehraubung ermogiicht Hierzu vAr6 das 
Gahfiusa (2a) das Moduls mit Dmekkoritaktfadem^ (22. 24), 
die efn gunstigas Rataxationavarhaltan auswalsan, fOr alio 
elektrischah AnschtOssa und zur gleichma&tgen Druckvertai- 
lung versehan. Zu Pru^ewackan und im Einsatz warden die 
Module zwisohen einem Druckstucic (30) und ainam KuhUcdr- 
par durch Verspannen mh mindestens etnam Bafastigungs- 
element. (40) funktionafahig gestaltet. 
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Beschreibiuig 



Die Erfmdung beschreibt ein Leistungsmodul mit 
Halbleiterbauelementen, insbesondere ein Stromum* 
richtermodul nach dem Oberbegriff des Anspniches 1, 
das fQr direkte Druckkontaktverbindungen aller Lei- 
stungs- und AnsteueranschlQsse mit der iuBeren Vw- 
schaltung und Kontakderung geeignet ist Direkte 
Druckkohtaktverbindef sind aus der Tiechnologie der 
Herstellung. von Halbleitermodulen als Verbindiuigs- 
technik hinimiglich bekannL Leistiingsanschlusse fOr 
sehr groBe Strdme und Stromdichten werden nach dem 
Stand der Technik als Schraub- oder Druckkontakte 
stoffbundig oder durch Ldten bzw. SchweiBen stoff- 
schlussig ausgefuhrt. Die Integration von passiven Bau- 
elementen, wie sie fur die Komplettierung der elektroni- 
schen Schaltung gleichfalls erforderlich sind, ist wegen 
der en stark temperaturabhangigen Verhaltens nach 
dem Stand der Technik bisher kaum praktikabeL 

Die Kontaktsicherheit von Leistimgsmodulen ist bei 
Dauer- Oder Wechsellastbetrieb von entscheidender 
Bedeutung fQr die Funktionssicherheit der Schaltungs- 
anordnung. Die auBeren AnschlQsse mQssen bei wech- 
sehiden thermischen und elektrischen Belastimgen im- 
mer einen sicheren Kontakt zu den intemen Kontakt- 
stellen aller AnschlOsse der Schaltungsanordnung ge- 
wahrleisten. Bei stoffschlOsslgen Verbindungen wird 
durch das "Aufgehen" der Kontaktstellen und bei stoff- 
bOndigen Kontakten durch das Erlahmen der Druck- 
krafte eine Funktioiisstorung des gesamten Moduls in 
realer Zeit verursacht, Zur Erzielung einer hoheren Le- 
bensdauer sind aus der Literatur zu dieser Problematik 
viele Beschreibungen bekannt Ura das Erreichen einer 
unbegrenzten Lebensdauer wird genmgen. 

Zur Erzielung hochster Packungsdichten in Modulen 
ist zumindest ein teilweiser Druckkontakt fur einzelne 
Schaltungsverbindungen zu realisieren und zum Errei- 
chen einer groBen Lebensdauer erforderlich. Die Tech- 
nologic der Druckkontaktierung ist bedingt durch die 
Erfordernisse der Hermetisierung gegenuber der Atmo- 
sphare relativ jung und in jdngster Zeit durch Schaffen 
aller Voraussetzungen fur eine praktizierbare Technik 
relevant 

In DE35 08 456 Al wird ein Druckkontaktaufbau in 
seiner Anwendung bei der Herstellung von Leistungs- 
haibeitermodulen beschrieben. Durch Verschraubtm- 
gen wird die in dem Gehause vorhandene innere Spann- 
kraft zum Drucken der Isolierkeramik bzw. der Lei- 
stungshalbleiter auf die Kiihlfliche herangezogen. Das 
Nachlassen der Spannkraft des Grehauses als Element 
des Druckaufbaues spricht gegen eine lange Lebens- 
dauer der so aufgebauten Module. 

In DE 41 37 200 Al wird ein als Bruckenelement aus- 
gebildetes Gehause zum Druckaufbau verwendet Die 
in einzelnen Teilbezirken des Briickenelementes unter- 
schiedlichen Masse verteilungen konnen ein unter- 
schiedliches FlieBverhalten bei Wechselbelastung zei- 
gen, wodurch die eingestellte Druckkraft in einzelnen 
Teilbezirken des Modulaufbaus verandert wird, was ne- 
gative Wirkungen auf die ZuverlSssigkeit haben kann. 

In einer frdheren Anmeldung, der DE 195 31 496, wird 
ein druckgebendes Gehause mit gleichartig ausgebilde- 
ten Drucklippen vorgestellt. wodurch bei Beachtung der 
Qbrigen Aufbauvorschriften eine gleichartige Dnickver- 
teilung auf alle Verlustwarme erzeugenden Bauteile des 
Modules gegeben ist, dabei wird jedes einzelne Bauteii 
federnd gedruckt. 

Beschreibungen von kompletten Motoransteuerun- 
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gen integriert mit entsprechend leistungsf ^gen Strom- 
umrichtem werden mit DE36 30 830A1 und in 
DE 44 43 498 vorgestellt, wobei in beiden Vorveroffent- 
lichungen nicht unbedingt ein hybrider Aufbau der Ein- 
zelbauteile beschrieben wird, aber Druckkontakte sind 
als elektrische Verbindungen zumindest teHweise erfor- 
derlidL . 

Dieser Er&dung liegt die Aufgabe zugrunde, ein 
elektronisdies Modu] hoher Leistungsdichte in hybri- 
dem Schaltungsaufbau und Druckkontaktausfuhrung 
mit hoher Lebensdauer und Zuverlassigkeit vorzustel- 
len, dabei kdnnen m dem Modul neben den Leistungs- 
schaltem weitere aktive und passive elektronische Bau- 
elemente integriert sein. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch die MaB- 
nahmen des kennzeichnenden Teiles des Anspniches 1. 
gelos^ bevorzugte Weiterbildungen sind in de& Unter- 
ansprOchen beschrieben. 

Eine einfache und zerstdrungsfrei wiedeitiolbare = 
Kontakderung ist fur Bauteile und Schaltungsanord- 
nungen der Leistungsklasse in Stromrichtem zu bevor- 
zugen. Zerstorungsfrei losbare Kontaktterungen kdn- 
nen nur stoffbOndig hergestellt werden. Bei dieser Ver- 
bindungstechnik miissen fur eine Schaltungseinheit si- 
chere Kontakte gegeben sein, Einerseits werden elek- 
trisch sichere Kontakte an alien Kontaktstellen beno- 
tigt, es muB bei der Montage folglich ein gleichmaBiger 
Druckaufbau erreicht werden, also eine gute Druckver- 
teilung auf alle Druckkontaktstellen erfolgen. Anderer- 
seits muB bei der Verwendung von fedemden Verbin- 
dtmgen an jeder einzelnen Kontaktstelle fur ein dynami- 
sches Verhalten der einzelnen gedruckten Kontaktstel- 
len und der Druckkontaktelemente bei unterschiedli- 
cher thermische und elektrischer Belastung gesorgt 
werden. 

Beide Verbindungsarten durfen bei Dauer- oder 
Wechselbelastung nicht ermUden, mussen also in der 
Konstruktion so gewahlt sein, daS alle Aufbauelemente 
gleichartig in ihrer Lebenserwartung sind und in den 
Materialeigenschaften ein stabiles Langzeitverhalten 
unter Wechselbelastung ausweisen. In beiden Kontak- 
tierarten ist es immer notwendig, die fedemden Elemen- 
te in den Toleranzberelchen an alien Verbindungsstellen 
mit dem erforderlichen AnpreBdruck bei alien Betriebs- 
zustanden so zu gestalten, daB jede emzelne Kontakt- 
stelle sicher kontaktiert wird undiucht durch sich auf- 
bauende uberhohte^ Druckbelastungen an einzelnen 
Kontaktstellen eine mechanische Zerstonmg des Auf- 
baus erf olgt 

Die erfindungsgemaBen Module fur Leistungshalblei- 
terbauelemente kombinieren in sich die bekannten 
Kontaktierungsverfahren, die Einsatzgebiete werden 
erfindungsgemaB bis bin zur Leistungsklasse ausge- 
dehnt. Der Erfindungsgedanken soil anhand der nach- 
folgend in Figuren veranschaulichten beispielhaften 
Aufbauten von Stromumrichtem naher erl^utert wer- 
den. 

Fig. 1 zeigt eine Skizze der drei Hauptaufbauteile ei- 
nes erfinderischcn Moduls. 

Fig. 2 skizziert eine zweite Variantc eines erfinderi- 
schen Moduls. 

Fig, 3 bildet das Gehause eines erfinderisches Modul 
ab. 

iFig. 4 skizziert den Querschnitt eines erfinderisches 
Druckstuckes. 

Fig. 5 zeigt den Querschnitt eines Gehauses. 

Fig. 6 eriautert den Querschnitt eines erfinderisches 
Modul 
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Fig. 1 zeigt eine Skizze der drei HauptaufbauteDe ei- . eine Durchfuhnmgsd^ung (34) fQr das Befestigungs- 
nes erfinderiscfaen Moduls. Eine Isolierker^milc (2) diem element (40)i Die DurchfQhningsofhiung (34) ist so kon- 
erfindungsgemaB als Aufbauplatte fur die gesamte stniiert, daB die erforderfichen Dnickkrafte nach dem 
Schaitungsanordnimg des Moduls, sie verfiigt, wie hier Verspannen des Moduls sicher aufgefangen werden. 
dargestellt, fiber mindestens eine zentralgelegene runde 5 Das Dnickstflck (30) selbst ist vomigsweise aus einem 
Offhung (4). In den Randbereichen (6) der Durchboh- stabilen. mit Glasfasem verst^rktem isolierenden 
rung und der AuBenkontur ist diese Keramik .(2X die Kunststoff gefortnt und geometrisch so gestahet* daB es 
vorzugsweise aus Aluminiumoxid hergestellt wiirde, zumindest die fiSchige Auisdehnung der Federelemente 
nicht metailisiert Alle ubrigen Flachen tragen ein- pder (22 und 24) Qberdeckt 

zweiseitig Metallkaschierungen (8), vorzugsweise aus 10 Fur den Einsatz wird das in Fig. 1 beschriebene Mo- 
Kupfer^.diese sind ein- oder beidseitig ilach den elektri- dul durch YergieBen eines Teiles des durch das Modul- 
schen Isolationserfordemissen der Sdialtungsanord- plattchen (1) tmd das Gehause (20) nadi ZusammenfO* 
nung strukturiert oder unstrukturiert gen gebildeten Hohlraumes mittels eines Weichvergus- 

Auf die schaltungsgerecht*. stnikturieite Metallka- ses aus Silikonkautschuk vorbereitet Zum VergieBen 
schierung (8) der Isolierkeraniik (2) werden alle fur den 15 wird das Gehause (20) und das Modulplittchen (1) nach 
Schaltungsaufbaii erforderlichen Bauelemente, wie Lei- dem Ziisammenfugen auf eine den Silikonkautschuk 
stungstransistoren (10), Dioden (12), Thennistoren (14) trennende und dichtende Unterlage positioniert, imter 
und Shunts oder andere elektronisdie Bauteile (16) auf- Druck gesetzt, mit den gemischten nicht ausgeharteten 
gebracht Vorzugsweise werden die vorgenannten Bau- Komponenten des Zweikomponenten-Silikonkau- 
teDe nach dem Stand der.Technik gelotet und sodann 20 tschuks befullt und unter Beibehalten des angelegten 
gebondet (18^ ErfindungsgemaB sind auf der Isolierke- Druckes ausgehartet, wodurch der Silikonkautschuk 
ramik (2) nach dem Aufbau der elektronischen Bauteile seine technologisch eingestellte Viskositat erreicht und 
(10 bis 16) genflgend Flachen der strukturierten Metall- dadurch alle Innenaufbauten hermetisiert und elektrisch 
kaschierung (8) vorhanden, um die Sekundarkontaktie- voneinander und untereinander isoliert Im druckfreien 
rung der auBerenAnschlussevomehmen zukdnnen. 25 Zustand werden die Module in diesem Fertigungsgrad 

Auf die gelotete und gebpndete Isolierkeraxxiik (2) zum Einsatzort verbracht 
wird das ertinderische Gehause (20) paBgenau imd Fig. 2 skizziert eine zweite Variante eines erfinderi- 
orientiert auf gesetzt Das Gehause wurde vor der Mon- schen Moduls. Filr eine sehr groBe Leistungsdichte sind 
tage mit alien Dnickkontaktfederh (22) bestfickt, diese aUe Leistungshalbieiterbauelemente (10) auf dem Mo- 
konneii in entsprechenden Gehauseausbildungen einge- 30 dulplattchen (1) positioniert und durch Bonden (18) 
rastet sein. Es ist sehr einfach, speziell angepaSte Ge- schaltungsgerecht untereinander verbimden. Die Iso- 
hauseformen fur die geplanten Kontaktf elder der Iso- lierkeramik (2) verlugt fiber zwei Durchbohrungen (4), 
lierkeramik zu erstellen^ nachdem die Lage der Dnick- im iibrigen ist der Modulplattchenaufbau analog zu dem 
kontaktf edem (22) fur die Schaltungsbedurfnisse ent- unter Fig. 1 beschriebenen. In das Gehause (20) sind 
sprechendfestgelegt sind Das ist abhangig von den rea- 35 Druckkomaktfedern (22) fur die Kontaktierung der 
lisierten Sekundarverbindungselementen, beispielhaft HilfsanschliSsse, wie Gate-, Stromsensor- oder Thermi- 
der Lage der Leiterplatten in Relation zu dem Gehause storkontakte, und eine davon differente Druckkontakt- 
(z. B, senkrecht oder parallel zur Oberflache der Isolier- feder (24) fur die Kontaktienmg der drei Wechseistroiii- 
keramik). . . eingange und der Gleichstromausgange des dargestell- 

Das Gehause (20) besteht aus einem druck- und ther- 40 ten Umrichters. 
mostabUen elektrischen Isolierstoff imd sitzt nach der . Zwei Noppen (25) sind in den Ecken des Gehauses zur 
Montage paBgenau auf dem nicht metallisierten Rand Justage der darauf zu positionierehden Leiterpiatte, die 
der Isolierkeramik (2) auf. Dabei ist der Gehauserand hier nicht dargestellt ist, und altemadv zum orientierten 
(26) so konstruiert, daB er die Isolierkeramik umfangt, Aufsetzen des Druckstuckes (30) ausgebildet Nach dem 
jedoch auch bei voiler Druckbelastung nicht fiber die 45 analog zu Fig. 1 durchgeffihrten ZusammenfQgen und 
Kanten der unteren Isolierkeramikfiache hinausragt. VergieBen mit Silikonluiutschuk erfolgt einsatzspezi- 
Dadurch wird gewahrleistet, daB bei der Anwendung fisch der weitere Aufbau. Auf das Gehause (20) wird die 
des. mit dem vorgesdiriebenen Drehmomentes mon- nach dem Stand der Technik vorgefertigte und bestuck- 
tierten, Moduls bei elektrischem Vollast-Betrieb in je- te starre Leiterplatte orientiert aufgelegt In den mei- 
dem Falle das als Grundplatte fungierende Modulpiatt- 50 sten Aufbauvarianten.ist die Leiterplatte aus mehreren 
chen (1) einen direkten und flachigen Warmekontakt, Lagen zusammengefugt und teilweise beidseitig mit den 
gegebenenfalls mittels einer WSrmeleitpaste nach dem fur die Schaitung erforderlichen elektronischen Bautei- 
Stand der Technik, zu dem Kuhlkorper hat Zentriert len versehen. Dabei ist der Teil der unteren Lage der 
besitzt das Gehause eine Ausbildung in Hulsenform Leiterplatte, der die Hache des Gehauses (20) auflie- 
(28), die nach dem Aufsetzen, genau wie der Gehause- 55 gend Qberdeckt, ohne Bauelementebestdckung. 
rand auf dem Keramikrand, passend auf dem nicht me- Die mittleren Lagen sind insbesondere fur die Gleich- 
tallisierten Rand (6) der Durchfflhrung (4) der Isolierke- strom-Zwischenkreise in flachiger Ausftihrung reser- 
ramik (2) mit seinen Noppen auf sitzt und die Durchfiih- viert. Die obere Bestiickungslage der Leiterplatte kann 
rung(4) in gleicherWeiseumfangen wird. insbesondere einseitig kontaktierbare Bauteile in dem 

Fur die spat ere Montage des Moduls ist ein Druckr go Bereich der Deckelflache enthalten. Dazu sind dann in 
stuck (30) bei sekundarem parallelem Aufbau von Lei- das Werkzeug zur Herstelluhg des Dnackstfickes ent- 
terplatte und Kuhlkorper erforderlich. Das Druckstuck sprechend positionierte Erhebungen auszuarbeiten. 
ist mit einer Justieroffnung. (32) versehen, um eine un- Durch Befestigung an einem Kuhlkorper, der nicht 

verwechselbare genaue Montage zu der Lage des Ge-. dargestellt wurde, wird das Modul mit der Leiterplatte 
hauses (20) mit seiner Justiernoppe (25) zu erreichen. 65 elektrisch schaltungsgerecht druckkontaktierL Die 
PaBgenau zu der mindestens einen Offnung in dem Mo- Druckfedem (22 und 24) verbinden elektrisch zuverlas- 
dulplattchen (1) und der mindestens einen Hfllse (28) des sig alle entsprechenden Kontaktaktstellen des Modul- 
Gehauses (20) besitzt das Druckstuck (30) mindestens plattchens (1) mil den Kontaktstellen der Leiterplatte. 




DE 196 30 173 Al 



Die Dauerelastizittt der Druck- (22) und Ringfedem 
(24) sorgen fflr eine ausgezeichnete Lebensdauer der 
Schaltiingsanordnung und eine sehr gute WechseUast- 
best^digkeit 

Fig. 3 bildet das GehSuse (20) eines variierten erfinde- 
rischen Moduls aus der Unteransicht ab. Hier ist eine 
der Justagenoppen (25) teils verdeckt zu sehen. Analog 
der Fig. 1 werden hier nur Druckkontaktfedera (22) ver- 
wendet Hier ist das auf den Keramikkontaktflachen (8) 
aufsitzende Ende der Feder (22) sichtbar. Dargesteilt ist 
weiterhin im Detail der untere Hand mit seinen plasti- 
schen Erhebungen (21) zum Hdhenausgleich und zur 
justierten Auflage auf den AuBenrandem der Keramik 
(6) und des hier dargestellten einen Durchfuhrungslo- 
ches (28). Die Geh^useerhebimgen (21) sind weiterhin 
dazu erforderlich, um dem Sillkonkautschuk, der Qber 
separat dafOr vorgesehene Gehausedurchfuhrungen 
(27) eingefullt wird, in flQssiger Phase ein gleichmtBiges 
Verlaufen in alien Keramikregionen zu ermdgllchen, 
wodurch gleichzeitig eine Cohere dektrische Isolation 
realisiert werden kann. Die HOlse (28) f iir die Verschrau- 
bung des Geh^uses (20) ist in ihrer LSnge so dimensio- 
)iiert» dafi sie in die Diirchbohrunig (4) der Isolierkeramik 
(1) hinein-, jedoch nicht iiber die KiUilauflagefliche hin- 
ausragt. Sie besitzt fur die Isolationsfestigkeit des Mo- 
duls eine hervorhebenswerte Rolie. 

Fig. 4 skizziert den Querschnitt eines erfinderisches 
Druckstuckes. Dargesteilt ist die Justieroffnung zur 
orienderten Montage des Deckels auf die Leiterplatte 
und die Oberflache des Gehauses (20). Zu Isolations- 
zwecken ist die Durchfuhrungs6ffnung(34) fur die Befe- 
stigungselement (40) in der Ausbildung so gestaltet, daB 
eine Verlangerungshiilse (38) vorhanden ist Deren LSn- 
ge und Durchmesser ist paBgenau auf das Gehause (20) 
abgestimmt 

Fig. 5 zeigt den Querschnitt eines Gehauseteiles (20). 
Dargesteilt ist eine Geh^useausbildung (23) in der Form 
einer Hulse fiir die Aufnahme der Druckkontaktfeder 
(22) und eine Hulse (28) zur sptteren Befestigung, die 
HuJsen (23) sind am unteren Ende verjiingt, um eine 
paBgenaue Montage ausfQhren zu konnen. Die Erhe- 
bungen (21) im Gehauseunterrand (26) und deren geo- 
metrische Ausdehnung sowie eine Justiemoppe (25) 
sind skizziert Die Gehauseoberflache (29) muB eben 
und statisch stabil zur Aufnahme der Dnickkr^te der 
Leiterplatte nach der Druckbeaufschlagung durch die 
Befestigungselemente Qber das Drucl^tack gestaltet 
sein. 

Fig. 6 erlautert den Querschnitt eines erfinderisches 
Moduls. Das Modulplattchen (1) bestehend aus der Iso- 
lierkeramik (2) mit den bestuckten Bauelementen (10, 
12, 14) befindet sich in gebondetem (18) Zustand. PaBge- 
nau uberlappt das Gehause (20) mit seinen R^ndern (26) 
die Rander des Modulplattchens und sitzt mit seinen 
Erhebungen im Gehauserand (21) auf dem nicht metalli- 
sierten Rand (6) der Isolierkeramik (2) auf. Die Druck- 
kontaktfedern (22) und Ringfedern (24) liegen druckfrei 
auf den entsprechenden Kontaktstelien der Metallka- 
schierung (8) der Isolierkeramik (2). In dem Hohlraum 
des Gehauses konnen weitere elektrisch nahe an den 
Modulplattchen zu positionierende Bauelemente oder 
Spulen (19) befestigt werden, die ihrerseits untereinan- 
der und mit anderen Kontakten, dber beispielhaft flexi- 
ble Leiterplatten (17), elektrisch verbunden sind. Ther- 
misch stabile elektrische Bauelemente konnen so direkt 
in das Modul eingebaut werden, um z, B. parasitare Ef- 
fekte zu mimieren. . 

Die erfinderischen Module arbeiten nach dem Druck- 
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kontaktprinzip, die Kahlkorper sind nicht Bestandteil 
der erfinderischen Ldsung. Sie kdnnen sp.ater beim Ein* 
bau des Moduls zum 

Kompiettieren hinzugefOgt werden. Aus der dargestell- 
ten Aufbauweise ergeben sich einige Vorteile gegen- 
uber dem Stand der Technik. . 



1. Alle kostenmaBig belastenden Kontakte sind Ids- 
bar, Auswechseiungen einzelner Bauteile konnen 
zerstorungsfrei fOr alle Qbrigen vorgenommen wer- 
den. 

2. Die Federelemente dbemehmen neben der di- 
rekten elektrischen Kontakderung auBerdem die 
zusammen mit den Gehauseausbildungen die 
Funktion eines Druckelementes zum Andrucken 
des Modulplattchens auf die Kuhlflache. 

3. Die elektrische Isolation der Bauteile untereinan- 
der und die Hermetisierung gegentlber der Umge- 
bung ist durch einen technolog^sch einfach zu be- 
herrschenden ProzeB reaiisierbar. 

. 4. Die Posidoniening aller Bauteile ist ohne storen- 
de itfilfsformen in einfacher Weise zuverlassig und 
prSzise rndglicb* 

5. Durch die Erhebungen (21) in den Gehauseran- 
dem sind gleichmafiige Druckverhaltnisse zwi- 
schen Bauteil und KOhlkSrper reaiisierbar und die 
Geha^usetoleranzen werden abgef angen. 

6. Fur senkrecht zur Modulaufbauebene erforderli- 
che Sekundarkontaktienmg uber eine gesteckte 
Leiterplatte sind uber entsprechend geformte 
Druckkontaktfedem einfache Losungsvarianten 
fur solcherart hergestellter Module ohne Druck- 
stuck (30) reaiisierbar. 

7. Eine Geh3.u5ekonstrukdon mit Rasterausbildung 
der Hulsen (23) fur die Druckkontakte ermoglicht 
individueDe Bestuckungsvarianten bei einheitli- 
chem Gehause. 

8. In das Gehause sind weitere Elektrische Bauteile 
und Fimktibnsgruppen einbaufahig und uber Lei- 
terplatten untereinander und zu den ubrigen An- 
schlQssen kontaktierbar. 

9. Durch den Einsatz eines Federmaterials mit ge- 
ringem Kriechverhalten imd einer guten Warme- 
bestandigkeit, wie Z.B. Kupfer-BerylHum-Verbin- 
dungen, Kupfer-Zinn-Legieningen oder anderer 
kaltformbarer elektrisch gut leitender Federmate- 
rialien, sind hochwertige dauerelastische Verbin- 
dungen herstellbar. 

10. In die Druckstucke sind Ausnehmungen einar- 
beitbar, um weitere Bauelemente piatzorientiert 
und kostengunstig kontaktierbar positionieren zu 
konnen. 

1 1. Mit lediglich einem Befestigungselement, insbe- 
sondere bei kleinen ModulgroBen wird die funktio- 
nelle Sicherheit des Moduls erreicht und es werden 
alle elektrischen und Warmekontakt-Verbindun- 
gen hergestellt 

IZ Der Warmeubergang vom Modul zum KuhlkSr- 
per ist sehr gtinstig, da keine zusatzlichen Warme- 
Obergangsstellen vorhanden sind. 



Patentanspriiche 

1. Leistungsmodul rait Halbleiterbauelementen mit 
mindestens einem Modulplattchen (1), auf dem 
mindestens ein chipformiges Leistungshalbleiter- 
bauelement (10) und Kontaktflachen (8) vorhanden 
sind, wobei jedes Bauelement mit zugehdrigen 
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Kontaktflachen mittels VerbinduDgselementen . 
elektrisdi lehend verbimden 1st und mit einem Ge- 
hause (20), das fOr einen Druckkontakt ausgebOdet 
ist daitoch gekemiizeidmet» daB das Mod^pl&tt* 
chen (1) an seinen aufbauseitigen Kontaktfl^dien 5 
(8) Qber Dnickf edern (22, 24), die in einem Gehiuse 
(20) schahungsgerecht positioniert sind, mit den 
Kontaktflachen von Leiterplatten durch Befesti- 
gimgselemente (40) beira Befestigen auf KQhlfla- 
chen elektrisch verbimden und mechanisch. miter 10 
Druck gesetzt wird, wahrend das Gehause (20) im 
Verbmid mit einem DnickstQek (30) durch deren 
Formgebmigen fOr einen parallelen Aufbau und ei- 
ne gute Druckverteilung an alien Kontaktstellen 
sorgen. .15 

2. Leistmigsmodul nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet daB das NiodulplSttchen auf seiner 
BestQckungsseite aus einem strukturierten leiten- 
den Material (8) besteht, wobei die Struktur fur das 
Befestigen von Leistungshalbleitem wie Transisto- 20 
ren (10) und Dioden (12, 14), Widerstanden und 
Sensoren (16) sowie deren schaltungsgerechte Ver- 
bindungen (18) untereinander imd fur die Positio- 
nierurig der Kontaktfedem (22, 24) geeigriet ist 

3. Leistungsmodul nach Anspruch 1, dadurch ge- 25 
kennzeichnet, daB das Gehause (20) aus einem ther- 
moplastisehen Stoff mit guter Temperatiirbestan- 
digkeit gebildet wurde, das fiber eine Vielzahl von 
Durchffihrungen (23, 27, 28) fiir das Befallen mit 
einer VerguBmasse, fUr die Aufhahme von Druck- 30 
kontaktfedem (22, 24) und mindestens ein Bef esti- 
gungselement (40) verfiigt, und eine druckbelastba- 

re Oberflicbe (29) besitzt 

4. Leistungsmodul nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Druckstuck (30) aus einer 35 
mechanisch stabilen und elektrisch isolierenden 
Masse gebildet wurde, die paBgenau zur OberflS- 
che (29) des Gehaiises (20) gestaltet ist und Ausbil- 
dungen in der Form von Hiilsen (38) zur elektrisch 
hochspannungsfest isolierten Durchfuhrungen fur 40 
Befesiigungselemente (40) aufweist 

5. Leistungsmodul nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB alle Bauteile des ModuJs, das 
Modulplattchen (1), das Gehause (20), die Druck- 
kontaktfedem (22, 24), die Leiterplatte, der Kfihl- 45 
korper und das Druckstuck zerstorungsfrei demon- 
tierbar und damit auswechselbar sind. 
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AN: PAT 1998-101946 

TI: Semiconductor power module for current rectifier connects 

semiconductor chip to contact surfaces via compression springs 
in housing and fastens circuit boards to cooling surfaces 

PN: DE19630173-A?nUi /^fi/^j? T ^^^ » ^ 

PD: 29.01.1998 ^ 

AB: The module has at least one module plate (1) on which at 

least one chip formed active semiconductor component (10) and 
contact surfaces (8) are provided. Each component is 
conductively coupled to corresponding surfaces by connection 
elements. The module also has a housing (20) formed for a 
pressure contact. The plate is electrically connected to the 
surfaces via compression springs (22,24) in the housing. The 
surfaces of the circuit boards are fastened by elements (40), 
and have electrical contact to cooling surfaces. The module 
plate is connected and mechanically put under pressure. The 
housing in connection with a pressure member (30) form a 
parallel construction and good pressure distribution at all 
contact points.; Provides high power density in hybrid switch 
structure and pressure contact arrangement with reliable and 
high operational life time. Provides integration of further 
active and passive electronic components in module. 

PA: (SEMK ) SEMIKRON ELEKTRONIK GMBH; 

IN: BLOESCH C; GOEBL C; STEGER J; 

FA: DE19630173-A1 29.01.1998; DE19630173-C2 08.02.2001; 
CO: DE; 

IC: HOlL-023/34; H05K-005/00; H05K-007/14; 

MC: U11-D02B2; V04-T02; 

DC: Ull; V04; 

FN: 1998101946.gif 

PR: DE1030173 26.07.1996; 
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